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PCB 封装命名规范注解

1. 命名中所涉及到的任何数据均由相应计算公式或规格书获得

2. PCB 库命名只涉及二维尺寸，封装的高度 H 不做标注

3. 命名格式中字母含义解释

[PKT]：Package Type，封装类型

ADJ：Adjustment，可调的

ARRAY：Array，排列型

SMD：Surface Mounted Device，表面贴片型器件

TH：Through，插件型器件

[Q1]：表示该封装应该有的信号引脚数量(总脚位数)。 在缺脚时使用，与 Q2 一

起使用

[Q2]P：Pin，Q2 实际上的信号引脚数量。在缺脚时使用。Q1 和 Q2 不一定相

同。Q1 和 Q2 相同时，插件类不需要写 Q1，半导体类不需要写 Q2。一般缺脚的封装

Q1 大于 Q2

[Q]P：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数。当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包

括定位脚与散热焊盘

V: Vertical， 器件的对外接口垂直于 PCB，插件类命名使用

H: Horizontal， 器件的对外接口平行于 PCB，插件类命名使用

M：Male， 公头，插件类命名使用

F：Female， 母头，插件类命名使用

BD[BD]：Body Diameter，柱形器件/轴向器件的外形直径。取一位小数

D[PD]：Pin Diameter，引脚直径。取一位小数， 标注是两位小数时进位后取一

位小数。如标注 1.42mm，取 1.5mm

[S]：Standard，标准的电阻电容尺寸，例如 0402、0603、0805

LS[LS]：Lead Span， 封装左右两排引脚两端的跨距

L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数



W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

R[PR]：Pin Rows，引脚行数。当行与列均大于 1 时， 均规则阵列分布时使用

C[PC]：Pin Columns，引脚列数。当行与列均大于 1 时，均规则阵列分布时使用

P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

S[PS]：Pin Spacing，器件的另一个脚距，取两位小数。仅在同时存在 P[PP] 时

使用

FS：Front Side， 引脚多的在前侧

BS：Back Side， 引脚多的在后侧

BI：BI-Directional， 极性方向双向

FD：Forward Direction， 极性方向从左往右

RD：Reverse Direction，极性方向从右往左

CW：Clockwise，表示以原点为中心，焊盘以顺时针编号。焊盘默认以逆时针编

号，当以顺时针编号时，才使用该参数

TL：Top Left，封装第一脚在原点的左上方

TR：Top Right，封装第一脚在原点的右上方

BL：Bottom Left，封装第一脚在原点的左下方

BR：Bottom Right，封装第一脚在原点的右下方

L：Left，封装第一脚在原点的正左边

R：Right，封装第一脚在原点的正右边

T：Top，封装第一脚在原点的正上边

B：Bottom，封装第一脚在原点的正下边

PE[X]：Pin Empty， 表示器件第 X 脚为空。当 X 大于 1 时，不使用该参数

EP：Expose Pad/Extra Pad 内部散热焊盘。EP2.5 是指散热焊盘的长宽均为

2.5mm，尺寸仅在相同封装，不同 EP 尺寸时填写；若非正方形焊盘，默认不填写尺寸

EH：Extra Hole 定位孔，通孔。在相同封装命名时，有定位孔差异时使用

[SN]：Serial Number， 器件系列名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数。



[MPN]：Manufacture Part Number，器件的厂商物料名称

4. 所有尺寸采用公制，单位为 mm。

a. D[PD] 取一位小数， 标注是两位小数时，取最大值并进位后取一位小数。如

标注 1.42mm，取 1.5mm

b. BD[BD]、L[BL]、W[BW]、LS[LS]、EP、EH 取一位小数(即 0.1，四舍五入)。

取平均值，未标注平均值则计算获得平均值

c. P[PP]、S[PS] 取两位小数(即 0.01)

5. 合法字符：

a. 非 SN 或 MPN 部分：仅支持字母，数字，短横线“-”和下划线“_”和英文

点“.”。任何其他字符均为非法字符

b. SN 或 MPN：根据规格书填写

c. 均为大写字母。无空格

6. 命名规则中的括号“( )”、中括号“[ ]”、和正斜杠“/”的含义：

a. 中括号“[ ]”：表示包含的是变量属性。如尺寸、数量、封装类型等。括号

不写入标题。如：[Q]P， [S]， P[PP]， S[PS]，[PKT]

b. 正斜杠“/”：表示“或者”的意思，“/”不写入标题。如：M/F，H/V

c. 括号“( )”：表示该属性根据实际情况选填，括号不写在标题中。如：

(L/R)，(BI/FD/RD)，([SN/MPN])

7. 命名规则的下划线 “_” 和中横线 “-” 的使用区分：

a. 当属于同一级别的不同属性之间使用中横线。如：[Q]P-L[BL]-W[BW]-P[PP]-

D[PD]

b. 当不同类别之间使用下划线。如：SMD/TH_[Q]P； P[PP]_[SN/MPN]

具体格式命名要求参考下文。



1. 电阻、电容、电感、晶振、保险丝、二极管类

1.1. 贴片电阻、电容、电感、晶振、保险丝、二极管、晶体振荡器

1.1.1. 标准贴片电阻、电容、电感、晶振、保险丝、二极管、发光二极

管、晶体振荡器

命名格式：

电阻类 Resistor(R):

R[S]

如：R0402

电容类 Capacitor(C):

C[S]

如：C0603

电感类/磁珠类 Inductance(L):

L[S]

如：L0805

无源晶振类 Crystal(X):

X[S]



如：X0603

保险丝类 Fuse(F):

F[S]

如：F0603

二极管类 Diode(D)：

D[S]-L/R-(BI/FD/RD)

如：D0603-L-RD

发光二极管类 Light-Emitting Diode(LED):

LED[S]-(BI/FD/RD)

如：LED0603-RD

说明：

1. S：Standard，标准的电阻电容尺寸，例如 0402、0603、0805

2. BI/FD/RD：BI-Directional/Forward Direction/Reverse Direction， 极性方向

双向/极性方向从左往右/极性方向从右往左

如：

(C379107) D0402-BI



1.1.2. 非标准贴片电阻、电容、电感/磁珠/滤波器、保险丝

命名格式：

电阻类:

规则外形，引脚规则排列：

RES-SMD_[Q]P-L[BL]-W[BW]

非规则外形，引脚不规则排列：

RES-SMD_[SN/MPN]

电容类:

规则外形，引脚规则排列：

CAP-SMD_[Q]P-L[BL]-W[BW]-(TL/TR/BL/BR)-(FD/RD)

圆柱形有座：

CAP-SMD_BD[BD]-L[BL]-W[BW]-(FD/RD)



非规则外形，引脚不规则排列：

CAP-SMD_[SN/MPN]

电感类/磁珠/滤波器:

规则外形，引脚规则排列：

IND/BEAD/FILTER-SMD_[Q]P-L[BL]-W[BW]-(TL/TR/BL/BR)

非规则外形，引脚不规则排列：

IND/BEAD/FILTER-SMD_[SN/MPN]

保险丝:

规则外形，引脚规则排列：

FUSE-SMD_[Q]P-L[BL]-W[BW]-TL/TR/BL/BR

非规则外形，引脚不规则排列：

FUSE-SMD_[SN/MPN]

说明：

1. RES：Resistor，电阻

2. CAP：Capacitor，电容

3. FUSE：Fuse，保险丝



4. IND/BEAD/FILTER：Inductance/Bead/Filter，电感类/磁珠/滤波器

5. SMD：Surface Mouted Device，表面贴片型器件

6. [Q]P：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数，当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包

括定位脚与散热焊盘

7. BD[BD]: Body Diameter，柱形器件/轴向器件的外形直径，取一位小数

8. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

9. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

10. TL/TR/BL/BR：Left/Right/Top Left/Top Right/Bottom Left/Bottom Right，

封装第一脚在原点的左上/右上/左下/右下方

11. BI/FD/RD：BI-Directional/Forward Direction/Reverse Direction， 极性方向

双向/极性方向从左往右/极性方向从右往左

12. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

RES-SMD_L3.1-W1.7

CAP-SMD_L5.7-W5.0



CAP-SMD_BD4.0-L4.3-W4.3-RD



1.1.3. 标准贴片排阻、电容排、电感排、滤波器排、发光二极管排

命名格式：

RES/CAP-ARRAY-SMD_[S]-[Q]P-L[BL]-W[BW]-TL/TR/BL/BR

IND/BEAD/FILTER-ARRAY-SMD_[S]-[Q]P-L[BL]-W[BW]-TL/TR/BL/BR

LED-ARRAY-SMD_[S]-[Q]P-L[BL]-W[BW]-TL/TR/BL/BR-(BI/FD/RD)

说明：

1. RES/CAP：Resistor/Capacitor，电阻/电容

2. IND/BEAD/FILTER：Inductance/Bead/Filter，电感类/磁珠/滤波器

3. LED：Light-Emitting Diode，发光二极管



4. ARRAY：Array，排列型

5. SMD：Surface Mouted Device，表面贴片型器件

6. [Q]P：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数，当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包

括定位脚与散热焊盘

7. S：Standard，标准的电阻电容尺寸，例如 0402、0603、0805

8. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

9. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

10. TL/TR/BL/BR：Top Left/Top Right/Bottom Left/Bottom Right， 封装第一脚在

原点的左上/右上/左下/右下方

11. BI/FD/RD：BI-Directional/Forward Direction/Reverse Direction， 极性方向

双向/极性方向从左往右/极性方向从右往左

例如：

(C396858) RES-ARRAY-SMD_0603-8P-L2.0-W1.0-BL

(C91571) BEAD-ARRAY-SMD_0804-8P-L2.0-W1.0-BL



(C154460) LED-ARRAY-SMD_0603-4P-L1.6-W1.5-TL-RD

1.1.4 非标准贴片排阻、电容排、电感排、滤波器排、发光二极管排

规则外形，引脚规则排列命名格式：

RES/CAP-ARRAY-SMD_[Q]P-L[BL]-W[BW]-P[PP]-TL/TR/BL/BR

IND/BEAD/FILTER-ARRAY-SMD_[Q]P-L[BL]-W[BW]-P[PP]-TL/TR/BL/BR

LED-ARRAY-SMD_[Q]P-L[BL]-W[BW]-TL/TR/BL/BR-(BI/FD/RD)

说明：

1. RES/CAP：Resistor/Capacitor，电阻/电容

2. IND/BEAD/FILTER：Inductance/Bead/Filter，电感类/磁珠/滤波器

3. LED：Light-Emitting Diode，发光二极管



4. ARRAY：Array，排列型

5. SMD：Surface Mouted Device，表面贴片型器件

6. [Q]P：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数，当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包

括定位脚与散热焊盘

7. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

8. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

9. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

10. TL/TR/BL/BR：Top Left/Top Right/Bottom Left/Bottom Right， 封装第一脚在

原点的左上/右上/左下/右下方

11. BI/FD/RD：BI-Directional/Forward Direction/Reverse Direction， 极性方向

双向/极性方向从左往右/极性方向从右往左

例如：

(C78520): RES-ARRAY-SMD_4P-L1.4-W0.6-P0.40-BL

1.1.5 非标准贴片二极管、整流桥、发光二极管、放电管



二极管：

规则外形，引脚规则排列，有明确封装类型的：

[PKT]_L[BL]-W[BW]-(P[PP])-LS[LS]-(BI/FD/RD)

规则外形，引脚规则排列，无明确封装类型的：

DIO-SMD_([Q]P)-L[BL]-W[BW]-LS[LS]-(BI/FD/RD)

非规则外形，引脚规则排列的：

DIO-SMD_[SN/MPN]

整流桥：

规则外形，引脚规则排列，有明确封装类型的：

[PKT]_L[BL]-W[BW]-P[PP]-LS[LS]-TL/TR/BL/BR



规则外形，引脚规则排列，无明确封装类型的：

DIO-BG-SMD_[Q]P-L[BL]-W[BW]-(P[PP])-LS[LS]-TL/TR/BL/BR_([SN/MPN])

非规则外形，引脚规则排列的：

DIO-BG-SMD_[SN/MPN]

发光二极管：

规则外形，引脚规则排列：

LED-SMD_[Q]P-L[BL]-W[BW]-(BI/FD/RD)-(EH)

非规则外形，引脚不规则排列：

LED-SMD_[SN/MPN]

放电管：

规则外形，引脚规则排列：

DIO-DT-SMD_L[BL]-W[BW]

非规则外形，引脚不规则排列：

DIO-DT-SMD_[SN/MPN]



说明：

1. PKT：Package Type，封装类型。

a. 二极管封装类型如：SMA、SMB、SMC、SOD-123、SOD-323 等

b. 整流桥封装类型如：ABS、DFS、DBS、MBF、MBS、MBLS 等

2. DIO：Didoe，二极管

3. LED：Light-Emitting Diode，发光二极管

4. BG：Bridge， 桥式

5. DT：Discharge Tube，放电管

6. SMD：Surface Mouted Device，表面贴片型器件

7. [Q]P：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数，当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包

括定位脚与散热焊盘

8. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

9. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

10. LS[LS]：Lead Span， 封装左右两排引脚两端的跨距

11. L/R/TL/TR/BL/BR：Top Left/Top Right/Bottom Left/Bottom Right， 封装第一

脚在原点的左/右/左上/右上/左下/右下方

12. BI/FD/RD：BI-Directional/Forward Direction/Reverse Direction， 极性方向

双向/极性方向从左往右/极性方向从右往左

13. EH：Extra Hole 定位孔，通孔。在相同封装命名时，有定位孔差异时使用

14. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

例如：

(C383148) SMA-FL_L3.5-W2.5-LS4.6-RD



(C331748) DIO-SMD_L2.6-W1.6-LS2.6-RD

(C347348) MBF_L4.7-W3.7-P2.50-LS7.0-BL



(C282151) LED-SMD_L2.2-W1.6-FD

(C61223) LED-SMD_L3.2-W1.6-FD-EH

1.1.8 非标准贴片晶体振荡器

晶体振荡器：

规则外形，引脚规则排列：

OSC-SMD_[Q]P-L[BL]-W[BW]-TL/TR/BL/BR



非规则外形，引脚规则排列，有明确封装类型：

[PKT]_L[BL]-W[BW]-(P[PP])-(TL/BL/TR/BR)

非规则外形，引脚规则排列，无明确封装类型：

OSC-SMD_[SN/MPN]



说明：

1. OSC：Oscillator，振荡器

2. SMD：Surface Mouted Device，表面贴片型器件

3. PKT：Package Type，封装类型。晶振封装类型如：HC-49S、MC-146、MC-156 等

4. [Q]P：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数，当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包

括定位脚与散热焊盘

5. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

6. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

7. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

8. TL/TR/BL/BR：Top Left/Top Right/Bottom Left/Bottom Right， 封装第一脚在

原点的左上/右上/左下/右下方

9. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

例如：

(C357882) OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL



(C357882) OSC-SMD_6P-L7.0-W5.0-BL

(C259050) HC-49S_L11.4-W4.8

(C94977) MC-146_4P-L6.7-W1.5-P0.85-BL

1.2 可调电阻器(插装电位器、贴片装电位器)



命名格式：

规则外形，引脚规则排列：

RES-ADJ-SMD/TH_[Q]P-L[BL]-W[BW]-P[PP]-TL/TR/BL/BR-(BS/FS)



左图前侧 FS 右图后侧 BS

非规则外形，引脚不规则排列：

RES-ADJ-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：

1. RES：Resistor，电阻

2. ADJ：Adjustment，可调的

3. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

4. [Q]P：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数，当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包

括定位脚与散热焊盘

5. V/H: Vertical/Horizontal， 器件的对外接口垂直于 PCB/器件的对外接口平行

于 PCB

6. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

7. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

8. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。轴向类型若未注明，则默认取

L[BL]+4mm



9. TL/TR/BL/BR：Top Left/Top Right/Bottom Left/Bottom Right， 封装第一脚在

原点的左上/右上/左下/右下方

10. FS/BS：Front Side/Back Side， 引脚多的在前侧/引脚多的在后侧

11. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

例如：

(C128545) RES-ADJ-SMD_3P-L3.8-W3.0-P2.10-L

(C361174) RES-ADJ-TH_RK12L12A



1.3 轴向电阻、插装电容、插装电感或磁珠、插装保险丝、插装二极管、插装晶体振

荡器

轴向封装有横向和纵向整形，考虑到通用性，只讨论轴向整形

1.3.1 轴向电阻、直插排阻、扁状直插电阻

轴向电阻：

RES-TH_BD[BD]-L[BL]-P[PP]-D[PD]

轴向电阻

插装排阻：

RES-ARRAY-TH_[Q]P-P[PP]-D[PD]



插装排阻

扁状直插电阻(水平脚)：

RES-TH_L[BL]-W[BW]-P[PP]-D[PD]

直插扁状电阻(水平脚)

扁状直插电阻(高低脚)：

RES-TH_L[BL]-W[BW]-P[PP]-D[PD]-S[PS]



直插扁状电阻(高低脚)

其他异形封装：

RES-TH_[SN/MPN]

说明：

1. RES：Resistor，电阻

2. ARRAY：Array，排列型

3. TH：Through，插件型器件

4. D[PD]：Pin Diameter，引脚直径。标注是两位小数时，取最大值并进位后取一位

小数。如标注 1.42mm，取 1.5mm

5. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

6. BD[BD]: Body Diameter，柱形器件/轴向器件的外形直径，取一位小数

7. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。轴向类型若未注明，则默认取

L[BL]+4mm

8. S[PS]：Pin Spacing，器件的另一个脚距，取两位小数。仅在同时存在 P[PP] 时

使用

9. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数



例如：

RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5

(C9112) RES-ARRAY-TH_9P-P2.54-D0.5

1.3.2 轴向直插电容、柱形直插电容、扁状直插电容

命名格式：

轴向直插电容：

CAP-TH_BD[BD]-L[BL]-P[PP]-D[PD]-(FD/RD)



轴向直插电容

圆柱形直插电容：

CAP-TH_BD[BD]-P[PP]-D[PD]-(FD/RD)

直插柱形电容

扁状直插电容(水平脚)：

CAP-TH_L[BL]-W[BW]-P[PP]-D[PD]-(FD/RD)



直插扁状电容(水平脚)

直插扁状电容(高低脚)

矩形直插电容:

CAP-TH_([Q]P)-L[BL]-W[BW]-P[PP]-D[PD]-(S[PS])

矩形直插电容



其他异形封装：

CAP-TH_[SN/MPN]

说明：

1. CAP：Capacitor，电容

2. TH：Through，插件型器件

3. [Q]P：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数，当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包

括定位脚与散热焊盘

4. D[PD]：Pin Diameter，引脚直径。标注是两位小数时，取最大值并进位后取一位

小数。如标注 1.42mm，取 1.5mm

5. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

6. BD[BD]: Body Diameter，柱形器件/轴向器件的外形直径，取一位小数

7. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

8. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。轴向类型若未注明，则默认取

L[BL]+4mm

9. S[PS]：Pin Spacing，器件的另一个脚距，取两位小数。仅在同时存在 P[PP] 时

使用

10. FD/RD：Forward Direction/Reverse Direction， 极性方向从左往右/极性方向

从右往左

11. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

例如：

(C94928) CAP-TH_BD2.2-L3.3-P7.50-D0.5



CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.5-FD

CAP-TH_L7.5-W5.0-P5.00-D0.6

CAP-TH_L5.0-W2.5-P5.00-D0.4-S2.50



(B32928C3206M000) CAP-TH_4P-L57.5-W30.0-P52.50-D1.2-S20.3

1.3.3 方形插装电感、轴向电感、圆柱形电感、磁珠、滤

波器

命名格式：



方形插装电感(俯视图)：

IND/BEAD/FILTER-TH_[Q]P-L[BL]-W[BW]-P[PP]-D[PD]-(S[PS])

轴向电感：

IND/BEAD/FILTER-TH_BD[BD]-L[BL]-P[PP]-D[PD]

圆柱形电感：

IND/BEAD/FILTER-TH_[Q]P-BD[BD]-P[PP]-D[PD]-(S[PS])



其他异形封装：

IND/BEAD/FILTER-TH_[SN/MPN]

说明：

1. IND/BEAD/FILTER：Inductance/Bead/Filter，电感类/磁珠/滤波器

2. TH：Through，插件型器件

3. [Q]P：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数，当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包

括定位脚与散热焊盘

4. D[PD]：Pin Diameter，引脚直径。标注是两位小数时，取最大值并进位后取一位

小数。如标注 1.42mm，取 1.5mm

5. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

6. BD[BD]: Body Diameter，柱形器件/轴向器件的外形直径，取一位小数

7. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

8. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。轴向类型若未注明，则默认取

L[BL]+4mm

9. S[PS]：Pin Spacing，器件的另一个脚距，取两位小数。仅在同时存在 P[PP] 时

使用



10. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

例如：

(C171617) IND-TH_L10.1-W14.5-P5.30-D1.8-S9.20

(C117734) IND-TH_4P-L15.3-W7.4-P12.70-D0.6-S5.08

(C354658) IND-TH_BD2.8-L4.8-P8.80-D0.5



(C179640) IND-TH_4P-BD10.0-P5.00-D0.6-S4.00

1.3.4 轴向直插保险丝、扁状直插保险丝

命名格式：

轴向直插保险丝：

FUSE-TH_BD[BD]-L[BL]-P[PP]-D[PD]

柱形直插保险丝：

FUSE-TH_BD[BD]-P[PP]-D[PD]-D[PD]



扁状直插保险丝(水平脚)：

FUSE-TH_L[BL]-W[BW]-P[PP]-D[PD]

直插扁状电容(水平脚)



直插扁状电容(高低脚)

其他异形封装：

FUSE-TH_[SN/MPN]

说明：

1. FUSE：Fuse，保险丝

2. TH：Through，插件型器件

3. D[PD]：Pin Diameter，引脚直径。标注是两位小数时，取最大值并进位后取一位

小数。如标注 1.42mm，取 1.5mm

4. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

5. BD[BD]: Body Diameter，柱形器件/轴向器件的外形直径，取一位小数

6. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

7. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。轴向类型若未注明，则默认取

L[BL]+4mm



8. S[PS]：Pin Spacing，器件的另一个脚距，取两位小数。仅在同时存在 P[PP] 时

使用

9. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

例如：

(C140540) FUSE-TH_BD2.7-L7.3-P11.30-D0.6

(C140489) FUSE-TH_BD8.4-P5.08-D0.6



1.3.5 轴向二极管、直插整流桥、直插式发光二极管、圆

柱形发光二极管、放电管

命名格式：

轴向二极管：

有明确封装类型：

[PKT]_BD[BD]-L[BL]-P[PP]-D[PD]-(BI/FD/RD)

无明确封装类型：

DIO-TH_BD[BD]-L[BL]-P[PP]-D[PD]-(BI/FD/RD)

其他非规则直插二极管：

DIO-TH_[SN/MPN]

整流桥：

有明确封装类型：

[PKT]_[Q]P-L[BL]-W[BW]-(P[PP])-(TL/BL/TR/BR)

无明确封装类型：

DIO-BG-TH_[SN/MPN]

发光二极管：



直插圆柱形 LED：

LED-TH_[Q]P-BD[BD]-P[PP]-TL/TR/BL/BR-(BI/FD/RD)

直插方形 LED：

LED-TH_[Q]P-L[BL]-W[BW]-P[PP]-TL/TR/BL/BR-(BI/FD/RD)

其他形状直插 LED：

LED-TH_[SN/MPN]

放电管：

轴向直插放电管：

DIO-DT-TH_[Q]P-BD[BD]-L[BL]-P[PP]-D[PD]



说明：

1. LED：Light-Emitting Diode，发光二极管

2. DIO：Didoe，二极管

3. BG：Bridge， 桥式

4. DT：Discharge Tube，放电管

5. PKT：Package Type，封装类型。

a. 轴向二极管封装类型如：LL-34、DO-24、DO-35、DO-41、DO-21、DO-15、DO-

204、DO-201、DO-213、DO-214 等

b. 整流桥封装类型如：2GBJ、6KBJ、DF-M 等

6. SMD：Surface Mouted Device，表面贴片型器件

7. [Q]P：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数。当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包

括定位脚与散热焊盘

8. S：Standard，标准的电阻电容尺寸，例如 0402、0603、0805

9. D[PD]：Pin Diameter，引脚直径。标注是两位小数时，取最大值并进位后取一位

小数。如标注 1.42mm，取 1.5mm



10. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

11. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

12. L/R/TL/TR/BL/BR：Left/Right/Top Left/Top Right/Bottom Left/Bottom

Right， 封装第一脚在原点的左/右/左上/右上/左下/右下方

13. BI/FD/RD：BI-Directional/Forward Direction/Reverse Direction， 极性方向

双向/极性方向从左往右/极性方向从右往左

14. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

例如：

(C138350) DO-15_BD3.1-L6.7-P10.70-D0.9-RD

(C374049) DIO-TH_BD8.9-L8.9-P12.90-D1.4-FD



(C89929) 2GBJ_4P-L20.2-W3.5-P5.10

(C125079) LED-TH_BD5.0-P2.54-BI



(C282141) LED-TH_3P-BD3.0-P2.54-BI

(LN842RP) LED-TH_L5.2-W2.2-P2.54-FD



(C111089) DIO-DT-TH_3P-BD8.0-L10.0-P4.40

1.3.6 插装式、圆柱形、长圆柱形插装晶体震荡器

命名格式：

规则外形，引脚规则排列插装：

OSC-SMD/TH_[Q]P-L[BL]-W[BW]-P[PP]-TL/TR/BL/BR



圆柱形插装：

OSC-TH_BD[BD]-P[PP]

长圆柱形晶振：

有明确封装类型：

[PKT]_L[BL]-W[BW]-P[PP]



无明确封装类型：

OSC-TH_[SN/MPN]

说明：

1. OSC：Oscillator，振荡器

2. TH：Through，插件型器件

3. PKT：Package Type，封装类型。如：HC-49US 等

4. [Q]P：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数。当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包

括定位脚与散热焊盘

5. D[PD]：Pin Diameter，引脚直径。标注是两位小数时，取最大值并进位后取一位

小数。如标注 1.42mm，取 1.5mm

6. BD[BD]: Body Diameter，柱形器件/轴向器件的外形直径，取一位小数

7. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

8. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

9. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

10. TL/TR/BL/BR：Top Left/Top Right/Bottom Left/Bottom Right， 封装第一脚在

原点的左上/右上/左下/右下方

11. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

例如：

(C58318) OSC-TH_4P-L12.7-W12.7-P7.62-BL



(C398715) OSC-TH_BD1.5-P0.45

(C21263) HC-49US_L11.5-W4.5-P4.88



2. 半导体类

2.1 小外形晶体管封装(Small Outline Transistor)

规则外形，引脚规则排列命名格式：

[PKT]-[Q]_L[BL]-W[BW]-P[PP]-LS[LS]-(L/R/TL/BL/TR/BR)

非规则外形，引脚规则排列命名格式：

[PKT]-[Q]_L[BL]-W[BW]-P[PP]-LS[LS]-(L/R/TL/BL/TR/BR)-(CW)_([SN/MPN])

说明：

1. PKT：Package Type，封装类型。例如：SOT-143、SOT-343、SOT-23、SOT-223、

SOT-323、SOT-89、SOT-236 等

2. Q：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数。当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包括定

位脚与散热焊盘。如：SOT-23-3、SOT-23-5、SOT-23-6、SOT-89-3 等

3. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

4. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数



5. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

6. LS[LS]：Lead Span， 封装左右两排引脚两端的跨距

7. L/R/TL/BL/TR/BR：Left/Right/Top Left/Bottom Left/Top Right/Bottom

Right， 封装第一脚在原点的左/右/左上/左下/右上/右下方

8. CW：Clockwise，表示以原点为中心，焊盘以顺时针编号。焊盘默认以逆时针编

号，当以顺时针编号时，才使用该参数

9. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

例如：

(C266793) SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR

(C151552) SOT-223-4_L6.5-W3.5-P2.30-LS7.0-BR



(C380928) SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.2-BR_BCX (引脚顺序为 132，不是常

见的 123)

2.2 小外形封装(Small Outline Package)



规则外形，引脚规则排列命名格式:

[PKT]-[Q]_L[BL]-W[BW]-P[PP]-LS[LS]-(TL/TR/BL/BR)-(EP)

非规则外形，引脚规则排列命名格式:

[PKT]-[Q1]_[Q2]P-L[BL]-W[BW]-P[PP]-LS[LS]-(TL/TR/BL/BR)-(PE[X])-

(EP)_([SN/MPN])

说明：

1. Package Type，封装类型。如：

a. SOP，Small Outline Package，小外形封装

b. TSOP，Thin Small Outline Package，薄小外形封装

c. MSOP，Micro Small Outline Package，微小外形封装



d. HSOP，Heat Sink Small Outline Package，散热小外形封装

e. TSSOP，Thin Shrink Small Outline Package，薄的缩小型小外形封

f. HTSSOP，Heat-Sink Thin Shrink Small Outline Package，带散热的薄的缩

小型小外形封装

g. SSOP，Shrink Small Outline Package，缩小型小外形封装

h. VSOP，Very Small Outline Package，甚小外形封装

i. SOIC，Small Outline Intergrated Circuit，小外形集成电路

j. SOJ，Small Outline IC J-Leaded，J型引脚小外形集成电路

k. SON，Small Outline No-lead，无引脚伸出小外形封装

l. SO，Small Outline，小外形封装

2. Q：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数。当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包括定

位脚与散热焊盘

3. Q1：表示该封装应该有的信号引脚数量(总脚位数)， 在缺脚时使用，与 Q2 一起

使用

4. [Q2]P：Pin，Q2 实际上的信号引脚数量， 在缺脚时使用。Q1 和 Q2 不一定相

同。Q1 和 Q2 相同时，插件类不需要写 Q1，半导体类不需要写 Q2。一般缺脚的

封装 Q1 大于 Q2

5. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

6. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

7. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

8. LS[LS]：Lead Span， 封装左右两排引脚两端的跨距

9. TL/TR/BL/BR：Top Left/Top Right/Bottom Left/Bottom Right， 封装第一脚在

原点的左上/右上/左下/右下方

10. PE[X]：Pin Empty， 表示器件第 X 脚为空。当 X 大于 1 时，不写该参数



11. EP：Expose Pad/Extra Pad 内部散热焊盘。EP2.5 是指散热焊盘的长宽均为

2.5mm，尺寸仅在相同封装，不同 EP 尺寸时填写；若非正方形焊盘，则不填写尺

寸

12. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

例如：

(C5453) SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL

(C11347) SON-10_L3.0-W3.0-P0.50-BL-EP (引脚没有在封装体型外面，不需要 LS)

(C216676) SOP-8_7P-L4.9-W3.9-P1.27-LS6.1-BL-PE7



(C236986) SOP-8_6P-L5.1-W4.0-P1.27-LS6.0_THX208

2.3 双列直插封装(Dual-In-Line Package)



规则外形，引脚规则排列命名格式：

DIP-[Q]_L[BL]-W[BW]-P[PP]-LS[LS]-(TL/TR/BL/BR)

非规则外形，引脚规则排列命名格式：

DIP-[Q1]_[Q2]P-L[BL]-W[BW]-P[PP]-LS[LS]-(TL/TR/BL/BR)-

(PE[X])_([SN/MPN])

说明：

1. DIP：Dual-In-Line Package，双列直插封装。如：DIP、CDIP、PDIP 等，统一取

DIP

2. Q1：表示该封装应该有的信号引脚数量(总脚位数)， 在缺脚时使用，与 Q2 一起

使用

3. [Q2]P：Pin，Q2 实际上的信号引脚数量， 在缺脚时使用。Q1 和 Q2 不一定相

同。Q1 和 Q2 相同时，插件类不需要写 Q1，半导体类不需要写 Q2。一般缺脚的

封装 Q1 大于 Q2

4. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

5. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

6. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

7. LS[LS]：Lead Span， 封装左右两排引脚两端的跨距



8. PE[X]：Pin Empty， 表示器件第 X 脚为空。当 X 大于 1 时，不写该参数

9. TL/TR/BL/BR：Top Left/Top Right/Bottom Left/Bottom Right， 封装第一脚在

原点的左上/右上/左下/右下方

10. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

例如：

DIP-16_L21.3-W6.9-P2.54-LS7.6-BL

(C347587) DIP-20_L25.4-W6.4-P2.54-LS7.9-BL



(C26668) DIP-8_7P-L9.6-W6.4-P2.54-LS7.6-BL-PE6

2.4 四边扁平封装(Quad Flat Pack)



命名格式：

QFP-[Q]_L[BL]-W(BL)-P[PP]-LS[LS]-(TL/TR/BL/BR)-(EP)

说明：

1. QFP：Quad Flat Pack，四边扁平封装。如：QFP、LQFP、TQFP 等，统一取 QFP

2. Q：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数。当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包括定

位脚与散热焊盘

3. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

4. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小

5. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

6. LS[LS]：Lead Span， 封装左右两排引脚两端的跨距

7. EP：Expose Pad/Extra Pad 内部散热焊盘。EP2.5 是指散热焊盘的长宽均为

2.5mm，尺寸仅在相同封装，不同 EP 尺寸时填写；若非正方形焊盘，则不填写尺

寸



8. TL/TR/BL/BR：Top Left/Top Right/Bottom Left/Bottom Right， 封装第一脚在

原点的左上/右上/左下/右下方

例如：

(C182129) QFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL

2.5 栅格阵列(Ball Grid Array、Land Grid Array)

命名格式：

规则栅格阵列(完整矩阵):

[PKT]-[Q]_L[BL]-W[BW]-R[PR]-C[PC]-P[PP]-(TL/TR/BL/BR)



其他非规则外形，引脚规则排列阵列，引脚非完整矩阵:

[PKT]-[Q]_L[BL]-W[BW]-(TL/TR/BL/BR)_[SN/MPN]

说明：

1. PKT：Package Type，封装类型。



a. BGA：Ball Grid Array，球形栅格阵列

b. LGA：Land Grid Array，矩形栅格阵列

2. Q：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数。当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包括定

位脚与散热焊盘

3. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

4. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

5. R[PR]：Pin Rows，引脚行数。当行与列均大于 1 时， 均规则阵列分布时使用

6. C[PC]：Pin Columns，引脚列数。当行与列均大于 1 时，均规则阵列分布时使用

7. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

8. TL/TR/BL/BR：Top Left/Top Right/Bottom Left/Bottom Right， 封装第一脚在

原点的左上/右上/左下/右下方

9. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

例如：

(C246231) BGA-48_L8.0-W8.0-R8-C6-P0.75-TL



(C404329) LGA-16_L3.0-W3.0-TL_MMC598

(C139350) BGA-24_L3.0-W3.0-TL_ZQS

(R7FS3A77C2A01CLJ#AC1) LGA-145_L7.0-W7.0-BR_S3A7



(ADUCM355BCCZ) LGA-72_L6.0-W5.0-TL_CC-72-2

(C189303) LGA-44_L5.0-W5.0-TL_MKM

2.6 无引脚芯片载体(Leadless Chip Carrier)



规则外形，引脚规则排列：

LCC-[Q]_L[BL]-W[BW]-P[PP]-LS[LS]-(TL/TR/BL/BR)

其他非规则外形，引脚不规则排列：

LCC-[Q]_L[BL]-W[BW]-P[PP]-LS[LS]-(TL/TR/BL/BR)_[SN/MPN]

说明：

1. LCC: Leadless Chip Carrier，无引脚芯片载体。如：LCC、PLCC 等，统一取

LCC

2. Q：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数。当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包括定

位脚与散热焊盘

3. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

4. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

5. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

6. LS[LS]：Lead Span， 封装左右两排引脚两端的跨距

7. TL/TR/BL/BR：Top Left/Top Right/Bottom Left/Bottom Right， 封装第一脚在

原点的左上/右上/左下/右下方

8. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数



例如：

(AT89S51-24JU) LCC-44_L16.6-W16.6-P1.27-LS17.5-TL

2.7 四侧/两侧无引脚扁平封装(Quad Flat No-

lead/Dual Flat No-Lead)

规则外形，引脚规则排列命名格式：

[PKT]-[Q]_L[BL]-W[BW]-P[PP]-(TL/TR/BL/BR)-(EP)



非规则外形，引脚规则排列命名格式：

[PKT]-[Q]_L[BL]-W[BW]-P[PP]-LS[LS]-(TL/TR/BL/BR)_[SN/MPN]

说明：

1. PKT: Package Type，封装类型。

a. QFN：Quad Flat No-lead，四侧无引脚扁平封装。如：DQFN、TQFN、VQFN、

WQFN、UQFN、PQFN 等，统一取 QFN

b. DFN：Dual Flat No-Lead，两侧无引脚扁平封装。如：TDFN、CDFN、UTDFN、

XDFN 等，统一 取 DFN

2. Q：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数。当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包括定

位脚与散热焊盘

3. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

4. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

5. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

6. LS[LS]：Lead Span， 封装左右两排引脚两端的跨距



7. TL/TR/BL/BR：Top Left/Top Right/Bottom Left/Bottom Right， 封装第一脚在

原点的左上/右上/左下/右下方

8. EP：Expose Pad/Extra Pad 内部散热焊盘。EP2.5 是指散热焊盘的长宽均为

2.5mm，尺寸仅在相同封装，不同 EP 尺寸时填写；若非正方形焊盘，则不填写尺

寸

9. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

例如:

(C150347) DFN-8_L2.0-W2.0-P0.50-TL

(C110717) DFN-6_L2.0-W2.0-P0.65-BL_PNMT6N1B

(C65839) QFN-20_L4.0-W3.0-P0.50-TL_MP9447



(C377874) DFN-8_L3.0-W3.0-P0.65-LS3.2_WSD

3. 其它封装形状的半导体器件

3.1. 标准封装的半导体器件

三极管、晶体管、集成电路或其它半导体器件的封装类型符合国家标准或国际标

准时的命名格式。



规则外形，引脚规则排列命名格式：

[PKT]_L[BL]-W[BW]-(P[PP])-(LS[LS])-(L/R/T/B/TL/TR/BL/BR)

非规则外形，引脚规则排列命名格式：

[PKT]_L[BL]-W[BW]-(P[PP])_[SN/MPN]

说明：

1. PKT：Package Type，封装类型。通用封装类型如：DPAK、TO-39、TO-92-2、TO-

92-3、TO-220、TO-220-3、TO-220-5、TO-220F、TO-263、TO-263-3、TO-252、

TO-252D 等

2. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

3. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

4. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。轴向类型若未注明，则默认取

L[BL]+4mm

5. LS[LS]：Lead Span， 封装左右两排引脚两端的跨距

6. L/R/T/B/TL/BL/TR/BR：Left/Top/Bottom/Right/Top Left/Bottom Left/Top

Right/Bottom Right， 封装第一脚在原点的左/右/上/下/左上/左下/右上/右下

方



7. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

例如：

(C148053) TO-92-3_L5.2-W4.2-P2.67-L

(C272534) DPAK_L6.6-W6.1-P4.57-LS5.0-BR



3.2. 非标准封装的半导体器件

本章节描述非标准的封装命名格式，标准封装的命名格式请参考前文。

3.2.1 晶体管(Transistor)

命名格式：

TRS-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：

1. TRS：Transistor，晶体管

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

3.2.2 集成电路(Integrated Circuit)

命名格式：

IC/MCU/DRAM-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：



1. IC/MCU/DRAM：Integrated Circuit，集成电路。如：IC、MCU、DRAM 等

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

3.2.3 其它半导体器件(Semiconductor)

命名格式：

SEMI-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：

1. SEMI：Semiconductor，其它半导体器件

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

4. 接插件、连接器类

4.1 标准接插件(Standard Header)



V：器件的对外接口垂直行于 PCB H：器件的对外接口平行于 PCB

垂直外形，引脚规则排列，完整引脚封装：

HDR-SMD/TH_[Q]P-P[PP]-V/H-M/F-R[PR]-C[PC]-S[PS]

弯针外形：

HDR-SMD/TH_[Q]P-P[PP]-V/H-M/F-R[PR]-C[PC]-S[PS]-W[BW]



正弯类型(塑料件与 PCB 接触，单双排针)

反弯类型(塑料件不与 PCB 接触，仅单排针)

说明：

1. HDR：Header，排针类

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. Q：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数。如：1P、2P、8P

4. V/H: Vertical/Horizontal， 器件的对外接口垂直于 PCB，插件类命名使用/器

件的对外接口平行于 PCB，插件类命名使用

5. M/F：Male/Female， 公头/母头

6. R[PR]：Pin Rows，引脚行数。当行与列均大于 1 时， 均规则阵列分布时使用

7. C[PC]：Pin Columns，引脚列数。当行与列均大于 1 时，均规则阵列分布时使用



8. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

9. S[PS]：Pin Spacing，器件的另一个脚距，取两位小数。仅在同时存在 P[PP] 时

使用

10. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数。

例如：

(C402781) HDR-TH_6P-P2.54-V-M-R2-C3-S2.54

(C49257) HDR-TH_10P-P2.54-H-M-R2-C5-S2.54

(C30734) HDR-TH_16P-P2.54-V-F-R2-C8-S2.54



4.2 非标准接插件、连接器

非标准的接插件和连接器：

[PKT]-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：

1. PKT：Package Type，封装类型。如：

a. HDR：Header，排针类

b. CONN：Connector，连接器

c. IDC，牛角座 等

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

例如：

(C127360) CONN-SMD_504208



(C324721) CONN-SMD_DF37-DS

(C146646) IDC-TH_310R-34P

(C402789) CONN-TH_721



(C390681) HDR-TH_210-91-04

4.3 专用功能接插件(Special Function Connector)

规则引脚排列或不规则引脚排列：

[PKT]-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：

1. PKT：Package Type，封装类型。如：AUDIO、DP、DP-MINI、DVI、DSUB、HDMI、

HDMI-MINI、USB-A、USB-B、USB-3.0、USB-C、MICRO-USB、RJ45/RJ22/RJ11、

VGA、SD、TF、SIM、MICRO-SIM、AC-IN、DC-IN、DC-OUT、FFC、FPC、FIBER、

RF、DIMM、ATX、PCI、SATA、ATA、HD、PS2、LVDS、WLAN、LPC 等

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数



如：

(C39456) USB-A-TH_4P-P2.00-V-F_USB-AF-13.7-180-PBT

(C53058) FPC-SMD_45P-P0.50_AFC07-S45FCC-00

(C309354) USB-C-SMD_USB-306E-B-SU



(C26230) AUDIO-TH_PJ325

5. 其它分立器件

5.1 光器件(Optocoupler)

命名格式：



OPTO-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：

1. OPTO：Optocoupler，光器件

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

如：

(C390040) OPTO-TH_DY-ITR9909

5.2 继电器(Relay)

命名格式：

RELAY-SMD/TH_[PKT/SN/MPN]

说明：

1. RELAY：Relay，继电器

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. PKT：Package Type，封装类型



4. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

如：

(C27840，HK3FF-DC5V-SHG) RELAY-TH_HK3FF-DCXXV-XXC ( C 类触点形式)

(C41595，SRD-09VDC-SL-C) RELAY-TH_SRD-XXVDC-XX-C ( C 类触点形式)

5.3 传感器(Sensor)



命名格式：

SENSOR-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：

1. SENSOR：Sensor，传感器

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

5.4 天线(Antenna)

矩形形状(俯视时)，引脚规则排列：

ANT-SMD/TH_([Q]P)-L[BL]-W[BW]-(P[PP])

其他外形：：

ANT-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：

1. ANT：Antenna，天线

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. [Q]P：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数。当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包

括定位脚与散热焊盘

4. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。轴向类型若未注明，则默认取

L[BL]+4mm

5. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

6. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数



7. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

如：

(C370396) ANT-SMD_L3.2-W1.6

(C224424) ANT-SMD_6P-L8.0-W6.0-P2.00

5.5 变压器(Transformer)

命名格式：

XFMR-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：

1. XFMR：Transformer，变压器

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件



3. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

5.6 电池座(Battery)

命名格式：

BAT-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：

1. BAT：Battery，电池座

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

如：

(C70376，BS-2-1) BAT-TH_BS-02-X



5.7 蜂鸣器/扬声器/麦克风

(Buzzer/Speaker/Microphone)

圆柱形：

BUZ/PSK/MIC-SMD/TH_([Q]P)-BD[BD]-P[PP]-D[PD]-L/R-(FD/RD)

矩形形状(俯视时)：

BUZ/PSK/MIC-SMD/TH_([Q]P)-L[BL]-W[BW]-(P[PP])-LS[LS]-L/R-(FD/RD)

其他外形：

BUZ/PSK/MIC-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：

1. BUZ/PSK/MIC：Buzzer/Speaker/Microphone，蜂鸣器/扬声器/麦克风

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. [Q]P：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数。当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包

括定位脚与散热焊盘

4. D[PD]：Pin Diameter，引脚直径，。取一位小数， 标注是两位小数时进位后取

一位小数

5. BD[BD]: Body Diameter，柱形器件/轴向器件的外形直径，取一位小数

6. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。轴向类型若未注明，则默认取

L[BL]+4mm

7. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

8. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

9. LS[LS]：Lead Span， 封装左右两排引脚两端的跨距

10. L/R：Left/Right， 封装第一脚在原点的左/右方



11. FD/RD：Forward Direction/Reverse Direction， 极性方向从左往右/极性方向

从右往左

12. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

如：

(C96093) BUZ-TH_BD12.0-P7.60-D0.6-L-FD

(C201047) BUZ-SMD_L11.0-W9.0-LS15.0-L

(C219736) BUZ-SMD_L19.5-W7.0-P12.50-L



(C201046) BUZ-SMD_3P-L5.0-W5.0-P3.80-BL

(C201039，KLJ-9032-3627) BUZ-SMD_KLJ-90XX-3627



5.8 开关/按键(Switch/Key)

规则外形，引脚规则排列命名格式:

SW/KEY-SMD/TH_[Q]P-L[BL]-W[BW]-P(PP)-LS[LS]-(EH)

非规则外形，引脚规则与非规则排列命名格式:

SW/KEY-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：

1. SW/KEY：Switch/Key，开关/按键

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. [Q]P：Quantity Pin，器件的实际信号管脚数。当 Q 大于 2 时才使用，Q 不包

括定位脚与散热焊盘

4. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

5. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

6. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

7. LS[LS]：Lead Span， 封装左右两排引脚两端的跨距

8. EH：Extra Hole 定位孔。在相同封装命名时，有定位孔差异时使用

9. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

如：

(C271751) KEY-SMD_4P-L6.6-W6.0-P4.50-LS9.0



(C221693) KEY-SMD_4P-L4.2-W2.8-P1.60-LS4.5

(C221646，HDP001R) SW-SMD_HDP001R

5.10 LED 数码管(LED Segement)

规则外形，引脚规则排列命名格式:

LED-SEG-SMD/TH_[Q]P-L[BL]-W[BW]-P[PP]-S[PS]-TL/TR/BL/BR



非规则外形，引脚规则排列命名格式:

LED-SEG-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：

1. LED-SEG：LED Segement，LED 数码管

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

4. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

5. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

6. S[PS]：Pin Spacing，器件的另一个脚距，取两位小数。仅在同时存在 P[PP] 时

使用

7. L/R/TL/TR/BL/BR：Left/Right/Top Left/Top Right/Bottom Left/Bottom

Right， 封装第一脚在原点的左/右/左上/右上/左下/右下方



8. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

例如：

(C401127) LED-SEG-TH_26P-L39.4-W12.7-P1.27-S8.00-BL

(C143235) LED-SEG-TH_SN410501N



5.11 传感器模块(Sensor Module)

规则外形，引脚规则排列命名格式:

SENSORM-SMD/TH_[Q]P-L[BL]-W[BW]-P[PP]

非规则外形，引脚规则排列命名格式:

SENSORM-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：

1. SENSORM：Sensor Module，传感器模块

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

4. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

5. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

6. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

5.12 电源模块(Power Module)

规则外形，引脚规则排列命名格式:

PWRM-SMD/TH_[Q]P-L[BL]-W[BW]-P[PP]

非规则外形，引脚规则排列命名格式:

PWRM-SMD/TH_[SN/MPN]



说明：

1. PWRM：Power Module，电源模块

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

4. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

5. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

6. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

5.13 通讯模块(Communication Module)

规则外形，引脚规则排列命名格式:

COMM-SMD/TH_[Q]P-L[BL]-W[BW]-P[PP]

非规则外形，引脚规则排列命名格式:

COMM-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：

1. COMM：Communication Module，通讯模块

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

4. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数



5. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

6. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

5.14 无线模块(Wireless Module)

规则外形，引脚规则排列命名格式:

WIRELM-SMD/TH_[Q]P-L[BL]-W[BW]-P[PP]

非规则外形，引脚规则排列命名格式:

WIRELM-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：

1. WIRELM：Wireless Module，无线模块

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

4. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

5. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

6. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数



5.15 GSM/GPS/蓝牙/WIFI 模块

(GSM/GPRS/GPS/Bluetooth/Wifi Module)

规则外形，引脚规则排列命名格式:

GSMM/GPSM/BULETM/WIFIM-SMD/TH_[Q]P-L[BL]-W[BW]-P[PP]

非规则外形，引脚规则排列命名格式:

GSMM/GPSM/BULETM/WIFIM-SMD/TH_[SN/MPN]

说明：

1. GSMM/GPSM/BULETM/WIFIM：GSM/GPRS/GPS/Bluetooth/Wifi Module，GSM/GPS/蓝

牙/WIFI 模块

2. SMD/TH：Surface Mouted Device/Through，表面贴片型器件/插件型器件

3. L[BL]：Body Length，器件长度，默认是器件 0 度方向时，长的那个尺寸，取一

位小数

4. W[BW]：Body Width，器件宽度，默认是器件 0 度方向时，短的那个尺寸，取一

位小数

5. P[PP]：Pin Pitch，器件的脚距，取两位小数。贴片类型只有两个脚时，不使用

该参数。轴向类型若未注明，则默认取 L[BL]+4mm

6. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数

5.16 其他无明确分类/封装类型器件(Unknow

Class/Unknow Package)

命名格式：

[SN/MPN]



说明：

1. SN/MPN：Serial Number/Manufacture Part Number， 器件系列名称/器件的厂商

物料名称。使用 X 代替 SN 中的可变参数


	立创EDA封装库命名参考规范
	PCB封装命名规范注解
	1.电阻、电容、电感、晶振、保险丝、二极管类
	1.1. 贴片电阻、电容、电感、晶振、保险丝、二极管、晶体振荡器
	1.1.1. 标准贴片电阻、电容、电感、晶振、保险丝、二极管、发光二极管、晶体振荡器
	1.1.2.非标准贴片电阻、电容、电感/磁珠/滤波器、保险丝
	1.1.3.标准贴片排阻、电容排、电感排、滤波器排、发光二极管排
	1.1.4 非标准贴片排阻、电容排、电感排、滤波器排、发光二极管排
	1.1.5 非标准贴片二极管、整流桥、发光二极管、放电管
	1.1.8 非标准贴片晶体振荡器

	1.2 可调电阻器(插装电位器、贴片装电位器)
	1.3 轴向电阻、插装电容、插装电感或磁珠、插装保险丝、插装二极管、插装晶体振荡器
	1.3.1 轴向电阻、直插排阻、扁状直插电阻
	1.3.2 轴向直插电容、柱形直插电容、扁状直插电容
	1.3.3 方形插装电感、轴向电感、圆柱形电感、磁珠、滤波器
	1.3.4 轴向直插保险丝、扁状直插保险丝
	1.3.5 轴向二极管、直插整流桥、直插式发光二极管、圆柱形发光二极管、放电管
	1.3.6 插装式、圆柱形、长圆柱形插装晶体震荡器


	2.半导体类
	2.1 小外形晶体管封装(Small Outline Transistor)
	2.2 小外形封装(Small Outline Package)
	2.3 双列直插封装(Dual-In-Line Package)
	2.4 四边扁平封装(Quad Flat Pack)
	2.5 栅格阵列(Ball Grid Array、Land Grid Array)
	2.6 无引脚芯片载体(Leadless Chip Carrier)
	2.7 四侧/两侧无引脚扁平封装(Quad Flat No-lead/Dual Flat No-Le

	3.其它封装形状的半导体器件
	3.1.标准封装的半导体器件
	3.2.非标准封装的半导体器件
	3.2.1 晶体管(Transistor)
	3.2.2 集成电路(Integrated Circuit)
	3.2.3 其它半导体器件(Semiconductor)


	4.接插件、连接器类
	4.1 标准接插件(Standard Header)
	4.2 非标准接插件、连接器
	4.3 专用功能接插件(Special Function Connector)

	5.其它分立器件
	5.1 光器件(Optocoupler)
	5.2 继电器(Relay)
	5.3 传感器(Sensor)
	5.4 天线(Antenna)
	5.5 变压器(Transformer)
	5.6 电池座(Battery)
	5.7 蜂鸣器/扬声器/麦克风(Buzzer/Speaker/Microphone)
	5.8 开关/按键(Switch/Key)
	5.10 LED数码管(LED Segement)
	5.11 传感器模块(Sensor Module)
	5.12 电源模块(Power Module)
	5.13 通讯模块(Communication Module)
	5.14 无线模块(Wireless Module) 
	5.15 GSM/GPS/蓝牙/WIFI模块(GSM/GPRS/GPS/Bluetooth/Wifi
	5.16 其他无明确分类/封装类型器件(Unknow Class/Unknow Package)


